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[bookmark: _Toc168656048][bookmark: _Toc170504516][bookmark: _Toc170504740][bookmark: _Toc170504476][bookmark: _Toc20376]1 任务来源
电子电路技术是现代工业中的重要技术，广泛应用于通讯、计算机、消费电子等领域。电子电路设计和制造是电子电路技术的核心。电子电路制造包括PCB制造、元件安装和电路测试。其中，PCB制造是整个电路制造过程中最关键的步骤之一。随着现代电子设备制造行业的飞速发展，电子元件需求巨大，废气污染源与主要污染物随之产生。在单面、双面和多面印制电路板制作中，产生的VOCs工艺环节相对较集中，主要来源于贴膜、烘干、沉铜、印刷等工序。VOCs不仅本身具有毒性和致癌性，而且在大气中参与光化学反应，生成臭氧（O3）、PM2.5等二次污染物，对环境和人体健康造成严重危害。
为摸清我国电子电路制造业 VOCs 排放基本情况，评估其减排技术潜力，研究 VOCs 源排放控制和管理方法。本项目着手编制了《电子电路制造业挥发性有机物排放清单编制技术指南》，本标准由中国环境科学学会提出并归口，2023年申请立项，由广东工业大学牵头，暨南大学起草。本文件将为我国电子电路制造业挥发性有机物排放清单编制提供基础技术支持。
[bookmark: _Toc31986][bookmark: _Toc170504741][bookmark: _Toc170504477][bookmark: _Toc170504517]2 行业现状
[bookmark: _Hlk168319658][bookmark: OLE_LINK22]电子电路制造行业，英文名称：Electronic Circuits Manufacturing Industry电子电路制造行业（行业代码 3982）指在绝缘基材上采用印制工艺形成电气电子连接电路，以及附有无源与有源元件的制造，包括印刷电路板及附有元器件构成电子电路功能组合件。
PCB是电子制造行业中的核心部分，主要生产各种电子设备的基板，如计算机、通信、航空航天、医疗设备等。PCB行业的特点在于其高精度和高技术要求，要求极高的制造工艺和质量控制能力。同时，PCB行业还具有复杂性，涉及多种材料和工艺的组合，生产流程需要严格控制。 在PCB行业中，主要的材料包括基板、导电金属层和绝缘层。基板通常由绝缘材料制成，其上可印制导电图形和蚀刻线路，作为导体连接各个元器件。导电金属层则是由铜、银等导电性能良好的金属制成，用于连接各个元器件。绝缘层则通常由聚酰亚胺、聚酯、纸张等材料制成，用于隔绝不同金属层之间的短路现象。PCB行业上游原材料主要包括各类金属、电子元器件、玻璃纤维和塑料等。这些原材料的品质和价格直接影响到PCB产品的质量和成本。在制作电路板时需要工具及材料大致有：双面敷铜板、热转印纸、油性笔、盐酸、双氧水、电钻、烙铁、双绞线、焊锡、松香、溶剂等。其中，锡膏的成份主要是由焊锡粉与助焊剂等化学元素的混合物，助焊剂通常是由松香；树脂；活性剂；抗氧化剂等化学元素构成。稀释剂大致有烃类、酯类、酮类、醇醚类等溶剂。
目前，全球PCB行业正处于一个快速发展和转型升级的关键阶段。全球PCB市场主要分为三大类：单/双面板、多层板和HDI板。根据市场规模和增长速度的不同，还可细分为成熟期、成长期和导入期三个阶段。目前，全球PCB市场正处于成长期向成熟期过渡的阶段，市场规模稳步增长。由于印制电路板的制作处于电子设备制造的后半程，因此被称为电子工业的下游产业几乎所有的电子设备都需要印制电路板的支持，印制电路板是全球电子元件产品中市场份额占有率最高的产品，因此印刷电路板在电子工业中已经占据了统治的地位。日本、中国大陆、台湾、西欧和美国为主要的印制电路板制造基地。根据相关数据，全球PCB市场规模预计将在2024年达到500亿美元以上，而中国PCB市场规模在2021年已经超过300亿美元，预计未来几年内仍将保持稳定增长。
[bookmark: _Toc168656049][bookmark: _Toc15590][bookmark: _Toc170504478][bookmark: _Toc170504518][bookmark: _Toc170504742]3 指南编制的意义
1) [bookmark: OLE_LINK6]摸清电子电路制造业 VOCs 源排放基本情况
大气挥发性有机物来源复杂，排放物种多，清单编制的难度较大。《电子电路制造业挥发性有机污染物排放清单编制技术指南》有助于指导区域环境保护科研或和企业管理部门以统一的方法学和数据计算 VOCs 排放量。填补我国针对电子电路制造企业的挥发性有机物排放清单编制技术空白，鼓励和引导相关从业人员使用统一规范的方法开展清单编制工作。
2) 促进 VOCs 源排放控制和管理
熟悉 VOCs 排放的部门分布和地域分布是开展 VOCs 源排放控制的前提和重要支撑。本指南指导企业在仔细梳理排放源分类的基础上开展大气 VOCs 源排放清单编制工作，有助于加强对 VOCs 源排放特征的认识，促进对 VOCs 源排放的科学、实用、高效管理。
3) 协助大气挥发性有机物污染防治工作
[bookmark: _Hlk168406919]建立 VOCs 源排放清单是了解城市或区域臭氧和灰霾的形成及其分布等的基础之一。本指南旨在推动我国针对电子电路制造企业的挥发性有机物排放评估技术的发展，为电子电路制造企业的挥发性有机物污染精准防控政策和措施的制定提供基础数据和理论支撑。增强大气挥发性有机物污染防治工作的科学性、针对性和有效性，加强对我国各电子电路制造业企业工作指导。
[bookmark: _Toc168656050][bookmark: _Toc12210][bookmark: _Toc170504743][bookmark: _Toc170504479][bookmark: _Toc170504519]4 指南编制原则与技术依据
[bookmark: _Toc170504480][bookmark: _Toc170504744][bookmark: _Toc170504520][bookmark: _Toc168656051]4.1 编制原则
1) [bookmark: _Hlk168577690]科学规范原则
在确保大气挥发性有机物源排放清单编制工作的科学性与规范性的同时，应注重挥发性有机物污染来源的诊断，增强为污染防治决策服务的针对性和可操作性。
2) [bookmark: _Hlk168577785]分类指导原则
在规范统一的技术体系下，结合城市工作基础和管理需求以及企业自身实际状况，选择适合的清单编制方法。工作基础较好、技术储备充足、对精细化管理需求高的城市宜采取准确性高实测法等的计算法编制源VOCs排放清单，工作基础较薄弱的城市可采用本指南中系数法等简化方法编制排放清单。各地要结合本地排放源特征、管理需求和工作基础，选择适宜的融合清单编制方法。鼓励有条件的地区选用更能精准量化排放特征的计算方法和本地化参数，提升清单的准确性和时空精度。
3) [bookmark: _Hlk168577822]因地制宜与循序渐进原则
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc170504745][bookmark: _Toc170504521][bookmark: _Toc170504481]各地根据自身污染特征、基本条件和污染防治目标，结合社会发展水平与技术可行性， 科学选择适合当地实际的源排放清单编制技术方法；随着源解析技术进步与环境信息资料的完备，不断完善和更新源清单结果。
4.2 技术依据
本指南编制过程中，参考了如下法律、法规、相关政策、标准等文件，具体包括：
[bookmark: _Hlk168325603][bookmark: _Hlk168325568]《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）；
[bookmark: _Hlk168325629][bookmark: _Hlk168325615]《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）；
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）
《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》 （HJ 732-2014）
《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》（HJ 733-2014）
《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》（HJ 734—2014）
《环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 644-2013）
《电子工业大气污染物排放标准 电子终端产品（征求意见稿）》
《电子工业污染物排放标准 平板显示器、电真空及光电子器件（征求意见稿）》
《电子工业污染物排放标准 半导体器件（征求意见稿）》
《电子工业污染物排放标准 电子元件（征求意见稿）》
《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》
《石化行业大气污染物排放清单编制技术指南 (试行)征求意见稿》
《生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南 (试行)征求意见稿》
《广东省涂料油墨制造行业VOCs排放量计算方法（试行）》
《广东省电子工业挥发性有机物排放标准（征求意见稿）》
《广东省电子设备制造业挥发性有机化合物排放标准（征求意见稿）》
《广东省印刷行业VOCs排放量计算方法（试行）》
《广东省涂料油墨制造行业 VOCs 排放量计算方法（试行）》
[bookmark: _Toc170504522][bookmark: _Toc170504746][bookmark: _Toc24392][bookmark: _Toc170504482]5 主要编制工作过程
1）2023 年 1月成立编制组：依托暨南大学、广东工业大学，广东环境保护工程职业学院等科研团队，成立了《电子电路制造业挥发性有机污染物企业级排放清单编制技术指南》编制组。
2）2023 年 4月召开大纲讨论会：收集整理了国内医药制造行业的生产工艺、挥发性有机物的产排特征和处理工艺等技术研究成果及规范标准资料，明确项目主持单位及各协作单位的具体分工，并组织优势力量和团队学术骨干制定了详细的工作计划，编写了标准大纲，启动标准的编制工作。
3）2023 年 9月，经过编制组内部多次研讨，编写标准《电子电路制造业挥发性有机物排放清单编制技术指南》初稿。
4）2023年11月：编制组向中国环境科学学会提交制修订立项申请书，并召开立项论证会，根据专家组意见对标准内容进行补充及修改。
[bookmark: _Toc170504523][bookmark: _Toc170504747][bookmark: _Toc6344][bookmark: _Toc170504483]6 指南主要技术内容及说明
本指南对从事电子电路制造各企业的大气挥发性有机物清单编制工作提出了规范的技术流程及方法，各企业大气挥发性有机污染物排放清单编制的具体流程如下：
1. 组织和筹划；
2. 前期信息收集；
3. 数据核算；
4. 清单编制和内部审核。 
另外，本指南对还对从事电子电路制造各企业的大气挥发性有机物清单的各章节设置、清单编制过程中各环节的质量控制及清单编制完成后的验证、归类、存档和报告进行了规范。
[bookmark: _Toc170504484][bookmark: _Toc170504748][bookmark: _Toc170504524]6.1 本指南适用范围
本指南内容包括开展大气挥发性有机物清单编制工作的主要技术方法、技术流程、工作内容、技术要求、质量管理等方面。
本指南适用于指导及规范各电子电路制造企业挥发性有机物排放清单的编制工作并确定各企业的挥发性有机物防控重点。
[bookmark: _Toc170504485][bookmark: _Toc170504525][bookmark: _Toc170504749]6.2 主要术语的定义
[bookmark: _Toc170504486][bookmark: _Toc170504526][bookmark: _Toc170504750]6.2.1 电子电路制造行业
根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），电子电路制造行业（行业代码 3982）指在绝缘基材上采用印制工艺形成电气电子连接电路，以及附有无源与有源元件的制造，包括印刷电路板及附有元器件构成电子电路功能组合件。
[bookmark: _Toc170504487][bookmark: _Toc170504527][bookmark: _Toc170504751]6.2.2 挥发性有机物
指在标准状态下饱和蒸气压较高（标准状态下大于13.33Pa）、沸点较低、分子量小、常温状态下易挥发的有机化合物。本指南适用的挥发性有机物包括烷烃、烯烃、芳香烃、炔烃的C2~C12非甲烷碳氢化合物，醛、酮、醇、醚、酯、酚等C1~C10 含氧有机物，卤代烃，含氮有机化合物，含硫有机化合物等几类152 种化合物。
[bookmark: _Toc170504528][bookmark: _Toc170504488][bookmark: _Toc170504752]6.2.3 挥发性有机物污染源
向大气环境排放挥发性有机污染物的排放源统称为挥发性有机污染物污染源。
[bookmark: _Toc170504489][bookmark: _Toc170504753][bookmark: _Toc170504529]6.2.4 排放清单
各种排放源在一定的时间跨度和空间区域内向大气中排放的大气污染物的量的集合。
[bookmark: _Toc170504754][bookmark: _Toc170504490][bookmark: _Toc170504530][bookmark: _Toc137109097][bookmark: _Toc137108834][bookmark: _Toc170496991][bookmark: _Toc168578059][bookmark: _Toc170496910]6.2.5 设备密封点泄漏 
指各种工艺管线和设备密封点的密封失效致使内部蕴含VOCs物料逸散至大气中的现象。

[bookmark: _Toc170504531][bookmark: _Toc170504491][bookmark: _Toc170504755]6.3 大气挥发性有机污染物排放清单编制的技术流程和方法
编制大气挥发性有机污染物排放清单时应当首先确定排放源的分类分级体系。电子电路制造业的大气挥发性有机污染物排放主要来自物料储存、转移和加工等过程。主要挥发性有机污染物污染源项包括：
a）设备动静密封点泄漏；
b）有机液体储存与调和挥发损失；
c）废水集输、储存、处理处置过程逸散；
d）工艺废气排放；
e）溶剂再生挥发损失；
f）实验室废气排放。
其中，电子电路制造生产工艺包括清洗、机械加工、棕化/氧化、去膜（脱模）、喷锡、退锡、除油、蚀刻、印刷、贴膜/压膜/显影、表面处理、涂漆。对于印刷电路板，其典型生产工艺流程和产污环节如图6.3.1所示。
[image: ]
图6.3.1 电子电路制造典型生产工艺流程
根据电子电路制造业的大气挥发性有机污染物排放特点，采用源项归类解析法计算大气挥发性有机污染物排放量。各企业编制大气挥发性有机污染物排放清单时，应首先对企业内的排放源进行初步摸底调查，明确排放源的主要构成。随后根据自身生产实际，选择相应的污染源项进行大气挥发性有机污染物排放量计算。


[bookmark: _Toc170504492][bookmark: _Toc170504756][bookmark: _Toc170504532]6.3.1 大气挥发性有机污染物排放总量计算方法
[bookmark: _Hlk168408711]电子电路制造企业大气挥发性有机污染物源项归类解析法，排放总量计算方法见公式（1）：
    （1）
[bookmark: OLE_LINK18]式中，E电子电路为统计期内VOCs排放量，千克；Em为统计期内第m个源项VOCs的产生量，千克；Dm为统计期内第m个源项污染控制设施VOCs的去除量，千克；N为污染源总数。
各源项VOCs产生量为该源项每一种VOCs组份产生量的加和，见公式2）：
    （2）
式中，Ei为统计期内某个源项排放的VOCs组分i的产生量，见公式3：
[bookmark: OLE_LINK19]     （3）
式中，Ei为统计期内含VOCs组份i的排放量，千克；E排放源n,i为统计期内含VOCs组份i的第n个排放源的VOCs产生量，千克；M为含VOCs组份i的污染源总数；WFi为流经或储存于污染源的物料中VOCs组份i的平均质量分数；WFVOCs为流经或储存于污染源的物料中VOCs的平均质量分数。
[bookmark: _Toc170504757][bookmark: _Toc170504493][bookmark: _Toc170504533]6.3.2 设备动静密封点泄漏
工艺管线和设备动静密封点一般包括泵、搅拌器、压缩机、阀门、连接件、法兰、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统等。设备密封点泄漏的VOCs产生量计算公式如下：
      （4）
式中，E设备为统计期内动静设备密封点的VOCs产生量，千克；ti为统计期内密封点i的运行时间，小时；eTOCs,i为密封点i的TOCs泄漏速率，千克/小时；WFVOCs,i为运行时间段内流经密封点i的物料中VOCs的平均质量分数；WFTOC,i为运行时间段内流经密封点i的物料中TOC的平均质量分数；如未提供物料中VOCs的平均质量分数，则按计。
[bookmark: _Toc170504758][bookmark: _Toc170504534][bookmark: _Toc170504494]6.3.3 有机液体储存与调和挥发损失
采用公式法应用于固定顶罐和浮顶罐。不适用于以下情况：所储物料组分不稳定或真实蒸汽压高于大气压、蒸气压未知或无法测量的；储罐浮盘设施失效的；其他不符合相关环保要求的。

[bookmark: OLE_LINK8]    (5)
式中，E储罐为统计期内储罐的VOCs产生量，千克；E固,i为统计期内固定顶罐i的VOCs产生量，千克；n为固定顶罐的数量，个；E浮,i为统计期内浮顶罐i的VOCs产生量，千克；m为浮顶罐的数量，个。
[bookmark: _Toc170504495][bookmark: _Toc170504535][bookmark: _Toc170504759]6.3.4 废水集输、储存、处理处置过程逸散
废水环节的VOCs产生量为水面油层中和水中VOCs产生量的加和，见如下公式：

	      (6)
式中，E废水为统计期内废水的VOCs产生量，千克；E油相为统计期内收集系统集水井、处理系统浮选池和隔油池中油层的VOCs产生量，千克，按固定顶罐的公式法计算，详见公式4.4-2，其中浮油真实蒸汽压需要实测，如无实测，按85千帕计算；E水相为统计期内废水收集支线和废水处理厂水相中VOCs产生量，千克，按如下公式计算；

     (7)
式中：E水相为统计期内废水的VOCs产生量，千克；Qi为废水收集或处理设施的废水流量，立方米/小时；EVOCs进水，i为废水收集、处理设施i进水中的逸散性挥发性有机物浓度，毫克/升；EVOCs出水，i为废水收集或处理设施i出水中的逸散性挥发性有机物浓度，毫克/升；ti为统计期内废气处理设施i的运行时间，小时。
[bookmark: _Toc170504496][bookmark: _Toc170504536][bookmark: _Toc170504760]6.3.5 工艺废气排放
[bookmark: OLE_LINK21]通过对工艺废气排气筒出口的气体流量和污染物浓度以及污染控制设施的治理效率进行实测，计算工艺废气VOCs的排放量，计算方法见公式：

     (8)
[bookmark: _Toc137109117][bookmark: _Toc137108844][bookmark: _Toc168578073]式中，E工艺为工艺废气的VOCs产生量，千克/年；Qi为工艺废气污染控制设施i出口实测气体流量，立方米/小时；Ci为工艺废气污染控制设施i出口实测VOCs平均浓度，毫克/立方米；Qi×Ci×10-6为工艺废气污染控制设施i的VOCs实测排放速率平均值，千克/小时；t为计算时段内该工艺废气污染控制设施的运行小时数，小时/年；η捕为工艺废气污染控制设施i的捕集效率；η去为工艺废气污染控制设施i的VOCs去除效率。
[bookmark: _Toc170504537][bookmark: _Toc170504497][bookmark: _Toc170504761]6.3.6 溶剂再生挥发损失
主要指对清洗等环节产生的废溶剂进行再生利用的过程。在电子电路制造生产中，废的清洗溶剂可以被纯化和再使用。
蒸馏是最常用的纯化溶剂的方法之一。间歇蒸馏的过程至少包括三个独立的操作单元：（1）投入废溶剂，（2）加热至接近溶剂沸点，（3）将蒸馏液收集到接收器中，其（1）和（3）操作按照公式4.7-3计算VOCs产生量，（2）按照公式9计算VOCs产生量。

       (9)
式中,E溶剂为统计期内溶剂再生环节的VOCs产生量；(Px)O为VOCs中物质x在冷凝室出口温度下的分压（当只有一种化合物时，也指纯化合物的蒸汽压），帕（绝压）；△n为在容器初始温度下的摩尔数，摩尔；Mx为物质x的摩尔质量，克/摩尔；Pa1为空气在泠凝室出口温度下的分压，帕（绝压）。
[bookmark: _Toc170504538][bookmark: _Toc170504498][bookmark: _Toc170504762]6.3.7 实验室废气排放
实验室废气排放过程中VOCs产生来源于VOCs使用。含VOCs物料包括但不限于：主剂、固化剂、稀释剂、清洗剂、树脂、助剂等。
根据产品小样实验VOCs排放特点，采用公式法计算VOCs产生量，见公式10。

        (10)
式中：E物料为统计期内使用物料中VOCs量之和，千克；E回收为统计期内各种VOCs溶剂与废弃物（含固体和液体）回收物中VOCs量之和，千克。
[bookmark: _Toc170504763][bookmark: _Toc170504499][bookmark: _Toc170504539]6.3.8 排放系数获取方法
本指南 VOCs 排放系数来源主要有两个方面：文献调研数据和估算数据。文献调研数据包括国内外科技文献、国外排放系数库、行业报告等来源数据，估算数据包括模型估算和物料衡算方法计算数据。根据排放系数来源可靠性及国内外差异性本研究制定排放系数的确定原则：
（1）优先本土实测并验证可信的排放系数以及国家制定的排放标准限值；
（2）无本土数据或排放标准限值的情况下参考国外参考文献或排放系数数据库数据，需要考虑与我国技术水平是否吻合，如不吻合，参考《工业污染源产排污系数手册》提供的我国相应部门工艺、规模等信息对其进行修正；
（3）以上方法均不可采用的情况下应用模型估算或物料衡算法。
[bookmark: _Toc170504500][bookmark: _Toc170504540][bookmark: _Toc170504764]6.3.9 不确定性分析
在编制挥发性有机物污染物排放源清单过程中，必须尽可能地降低不确定性，尤其要确保使用的模型和收集到的数据能够代表实际情况。在降低不确定性时，应该优先考虑对整个清单不确定性有重大影响的部分。确定降低不确定性优先顺序的工具包括关键类别分析和评估特定类别的不确定性对清单总不确定性的贡献。根据出现的不确定性原因，可从以下几个方面降低不确定性：一是改进模型：改进模型结构和参数，以更好地了解和描述系统性误差和随机误差，从而降低这些不确定性；二是提高数据的代表性：如使用连续排放监测系统来监测排放数据，可得到不同生产阶段的数据，从而可以更加准确地描述源的排放属性；三是使用更精确的测量方法：包括提高测量方法的准确度以及使用一些校准技术；四是大量收集测量数据：增加样本大小可以降低与随机取样误差相关的不确定性。填补数据漏缺可以减少偏差和随机误差，这对测量和调查均适用；五是消除已知的偏差：方法有确保仪器仪表准确地定位和校准，模型或其他估算过程准确且具有代表性，以及系统性地使用专家判断；六是提高清单编制人员的能力：包括增加对排放源类别和过程的了解，从而可以发现以及纠正不完整问题。
[bookmark: _Toc170504765][bookmark: _Toc170504541][bookmark: _Toc170504501]6.4 清单编制流程
1) 落实企业内大气挥发性有机污染物排放清单报告工作负责人。组织相关人员参加培训，制定工作计划，编制企业排放年度监测计划.
2) 收集本企业组织结构设置、运营管理、产能产量、能源消费等信息，确定清单范围内的排放单元和相关核算数据的来源，为核算大气挥发性有机污染物提供依据。
3) [bookmark: _Toc137108852]根据指南和企业的具体情况，收集相关的活动数据和支持性资料，计算和汇总大气挥发性有机污染物排放量。通过核算过程对监测数据的需求，进一步修改和完善企业大气挥发性有机污染物排放监测计划。
4) [bookmark: _Toc137108854]根据本指南中清单章节设置及编制要求，编制企业级挥发性有机物污染物排放源清单。成立内部审核小组，对企业挥发性有机物污染物排放核算结果进行审核，修改并完善排放源清单。
识别污染源构成
前期准备，资料收集
确定排放量计算方法
系数法
公式法
实测法
获取源的数据信息
清单数据结果
不确定性分析
编制与审核

图6.4.1 清单编制流程
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[bookmark: _Toc170504542][bookmark: _Toc170504502][bookmark: _Toc170504766][bookmark: _Toc13043]7.质量控制

[bookmark: _Toc170504503][bookmark: _Toc170504543][bookmark: _Toc170504767]7.1 一般质量控制程序
一般质量控制程序包括适用于与计算、数据处理、完整性和归档相关的通用质量检查。表6.1-1挥发性有机物污染物清单编制一般质量控制程序列举了清单编制企业在编制清单时应定期使用的一般质量控制检查。不管使用了哪种类型的数据编制清单，都应该使用表6.1-1中的检查。这些检查同样适用于基于推荐值或国家数据进行估算的类别。
表7.1-1  挥发性有机物污染物清单编制一般质量控制程序
	质量控制活动
	程 序

	检查主要并归档
	对活动水平数据、排放因子和其他估算参数进行交叉检查，并确保其正确记 录和归档。

	检查数据输入和参考文献中的抄录误差
	确认内部文件是否正确引用了参考文献。 对各个类别的输入数据样本（计算中使用的测量值或参数）进行了抄录误差的交叉检查。

	检查排放源计算的正确性
	复制一组排放计算。使用简单近似的方法得到与原始和更复杂计算相似的结果，以确保不存在数据输入误差或计算误差。

	检查是否正确记录了参数、单位
	检查在计算表中是否正确标记了单位；检查在计算前后使用的单位是否正确。

	检查数据库文件的内在一致性
	检验包括的内部文件以：确认数据库中正确描述了合适的数据处理步骤；确认数据库中正确描述了数据关系；确保数据域标记正确以及有正确的设计规范。

	检查类别间数据的一致性
	确定多种类别中的共同参数（如活动数据、常数）在计算中使用了一致数值。

	检查处理步骤中清单 数据移动的正确性
	排放数据从较低报告水平汇总时是否正确移动；检查不同的中间产物间排放数据是否正确转换。

	检查排放不确定性估算和计算的正确性
	检查为不确定性估算提供专家判断的个人是否具有适当资格；检查记录资格、 假设和专家判断；检查计算得到的不确定性是否完整且正确计算。

	检查时间序列一致性
	检查各个类别输入数据时间序列的一致性；检查整个时间序列中计算方法的一致性；检查引起重新计算的方法学和数据变化；检查时间序列计算适当地反映了减排活动的结果。

	检查完整性
	确认从基年到目前清单编制的所有年份中对所有类别的估算进行了报告；关于子类别，确认包括了整个类别；提供‘其他’类型的类别的明晰定义；检查是否归档了引起不完整估算的已知数据漏缺，包括估算对于整个排放的重要性的定性评估。

	趋势检查
	对各个类别，目前的清单估算应该与先前的估算（如果可得）进行比较。如果趋势存在重大变化或偏离，重新检查估算并对任何差异做出解释。与以前年份的排放或清除有重大变化，可能说明出现了可能的输入或计算误差；检查时间序列的活动水平数据或其他参数中，是否存在任何异常和未解释的趋 势。

	评审内部文件和存档
	检查是否有详细的内部文档记录，可支持估算并能够复制排放、清除和不确定性估算；检查清单数据、支持数据以及清单记录已经归档和储存，以便于详细评审；检查在清单完成后，存档密闭并保管在安全场所；检查参与清单编制的外部组织任何数据存档安排的内在一致性。



[bookmark: _Toc170504504][bookmark: _Toc170504544][bookmark: _Toc170504768]7.2.2 特别类别质量控制程序
特定类别质量控制是一般清单质量控制程序的补充，是针对个别排放源类别方法中使用的特定类型的数据。这些程序要求了解特定类别、可用数据类型和排放或清除的相关参数，并且是表7.2-1所列一般质量控制检查的额外执行。特定类别程序的应用要视具体情况而定，重点放在关键类别和方法学及数据有重大修正的类别。相关的质量控制程序取决于给定类别排放估算使用的方法。如果由外部机构制定估算，清单编制者可以在评审后参考外部机构的质量控制活动作为质量保证/质量控制计划的一部分。如果清单编制者认为，外部机构实施的质量控制活动符合质量保证/质量控制计划的要求，就不需要重复质量控制活动。
[bookmark: _Toc170504545][bookmark: _Toc170504769][bookmark: _Toc29212][bookmark: _Toc170504505]8 验证、归类、存档和报告

验证活动包括：与其他企业编制的排放估算的比较，以及与完全独立评估（如大气浓度测量）推导的估算的比较。验证活动为企业级改进其清单提供信息，是质量保证/质量控制与验证总体系统的一部分。如果有明显差别可表明其中一个或两个数据库存在问题。如果不知道哪个数据库更好，需要重新评估清单。选择验证方法时需要考虑：数据的重要程度、验证成本、准确性和精度的期望水平、验证方法设计和实施的复杂性、数据可获得性以及实施要求的专业水平。如果使用了验证技术，就应反映在质量保证/质量控制程序中。与验证技术本身有关的局限性和不确定性在实施验证技术前必须经过充分调查，以正确对结果进行解释。
清单编制者应该将重点放在以下活动：一是应该讨论参考质量保证/质量控制计划，其计划执行时间表以及执行的责任；二是描述企业内部实施的各种活动，以及对各个源类别和整个清单所进行的各种外部评审；三是给出关键结果，描述各个类别输入数据、方法、处理或估算质量相关的主要问题，并说明得到如何处理或者在未来计划如何处理；四是解释时间序列中的重要趋势。在该讨论中应该包括任何重新计算或减排计划可能带来的后果。
[bookmark: _Toc9875][bookmark: _Toc170504506][bookmark: _Toc170504546][bookmark: _Toc170504770]9 意见采纳情况
意见反馈自：中国环境监测总站、中国环境科学研究院、广东省生态环境监测中心、南京环境科学研究所、环境标准研究所
1) 采纳意见：
1. 建议将题目中的“企业级”删去；
2. 增加编制原则；
3. 核心工艺、核心产排污环节要具有代表性；
4. 明细不同核算方法适用的情况；
5. 考虑术语的必要性与衔接性；
6. 建议加强与现行标准的衔接性，增强可行性可操作性，细化行业特色；
7. 可增加特定环节的监测物质；
8. 保持与以往标准的一致性。
2) 部分采纳意见：
[bookmark: _Toc8839]1. 该标准的适用范围与电子工业，电子元件等是否冲突或不明确？
回应：根据《国民经济行业分类与代码》，GB/4754-2017，电子电路制造行业单独分为一小类。指在绝缘基材上采用印制工艺形成电气电子连接电路，以及附有无源与有源元件的制造，包括印刷电路板及附有元器件构成电子电路功能组合件。本标准适用范围为电子电路制造行业，与电子工业，电子元件制造等类别不同。挥发性有机污染物（VOCs）排放源主要集中在挥发性有机溶剂的使用、载运、储存及废气治理过程。
[bookmark: _Toc170504547][bookmark: _Toc170504771][bookmark: _Toc21775][bookmark: _Toc170504507]10 指南实施建议

1） VOCs 源排放清单编制技术指南应与各种污染防治政策 (包括地方标准)建立关联关系，并要具有一定的强制性，加强行政指导，促进大气挥发性有机物污染防治工作的开展。
2）建议各地区依据本指南提出的技术路线，结合当地数据可获得性，确定一套完整的排放量计算参数的获取方案。 以后进行排放清单更新时采用统一的获取途径以确保多套排放清单的可比性，如获取途径发生改变应进行说明。
3）根据 VOCs 排放源的变化及工艺技术、污染控制技术的发展状况，适时修订本指南，吸纳各种新的排放源及新的技术，淘汰过时的技术。
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